PLASMA QUEST LTD TEKNOLOJISi

PLASMA QUEST Ltd teknolojisi (HiTUS) uzaktan Yiiksek Yogunluklu Plazma iiretilmesi temeli
iizerine kurulmus bir prosestir. Plazma; kaplanacak olan hedef ve substratin bulundugu ana proses
odacigina acilan bir yan odacikta iiretilmektedir. Yapismayi artirmak ve substrati hazirlamak igin
plazma demeti substrat lizerine yonlendirilerek substrat yiizeyindeki ugucu safsizliklar giderilir. Hedef,
biriktirme 6ncesinde oksitlerin ve diger kirlilik kaynaklarinin ortadan kaldirilmasi i¢in saf bir Ar
plazmasi iginde sputter islemiyle temizlenir.

Plazma, konvansiyonel magnetron sputter igleminin aksine hedefin kendisinden degil uzaktan
olusturuldugu i¢in, hedefe yonelik iyon akimi hedefe uygulanan voltajdan bagimsizdir. Bu sayede
biiylitme prosesinde daha biiyiik bir serbestlik saglanir ve yeni proseslerin ve yapilarin gelistirilmesi
miimkiin olur.

Saglanabilecek avantajlarin bazilar1 asagidaki verilmistir:

Proses odaciginda, yar kesikli batch serilerini ve ¢ok tabakali biriktirmeyi miimkiin kilan ¢ok
hedefli ve ¢ok substratli cihazlarin kullanilabilmesi. Elastik rulo-iistii tipi iiretim veya on-line
prosesler i¢in uygun ve HiTUS’la ayni avantajlara sahip genis alanli dogrusal bir proses
tizerinde ¢aligmaktayiz

Yiiksek hedef kullanimi: Magnetron sputter islemine kiyasla (%40<); HiTUS ile sputter islemi
(>%90); Racetrack olusumu yoktur.

Racetrack olusmadigi icin reaktif sputtering islemi sirasinda hedef malzemenin SiN veya SiO2
birikmesi nedeniyle zehirlenmesi azaltilmistir. Darbeli dogru akim ve/veya geri beslemeli
kontrol sistemleri gerekli degildir. Dolayisiyla dielektrik malzemelerin biriktirilmesi
magnetron proseslerindekinden on kata kadar daha hizli gergeklestirilmektedir.

Kalin ferromanyetik hedefler kullanilarak ferromanyetik filmlerin biriktirilmesi miimkiindiir
(Tipik degerler 6mm). Kalinlig1 20 mm’den fazla olan ferromanyetik hedef malzemeleri ile
sputter islemi gergeklestirdik.

Film ozellikleri biriktirme hizindan bagimsizdir.

Gerilme bolgesinden sikisma bolgesine gecis arada sifir stres kalacak sekilde kontrol
edilebilir.

PET/Kapton gibi termal hassasiyete sahip polimerler {izerinde de sputter islemi uygulanabilir.
Kirma indisi ve direng gibi 6zellikler bulk degerlere yakindir.

Simdiye kadar sputter edilmis malzemeler sunlardir: A1203, Nb205, SiO2, Ta205, TiO2,
ITO, SnO2, Fe , Ni, Co, Cr,CrO2, Al.

Uygulamalar:

Bilgi Islem & Komiinikasyon: Veri depolama ve veri kullanma, Fiber optikler, diiz panel
ekranlar

Optik: Hassas optik {irtinler, Oftalmik cihazlar

Elastik Elektronik Uriinler (2015°te biiyiitme pazarinin  $30 milyar Dolar olmasi
beklenmektedir): OLED’ler, Elastik Ekranlar

Havacilik ve Uzay: Kokpitler,uzay aynalar

Fotovoltaik cihazlar: Giines panelleri, Reflektorler

Yar iletkenler

Ince ve kalin tabakalarin olusturulabilmesi

Plazmalarla ilgili ayrintili bilgileri ve g¢esitli resimleri (www.plasma-quest.com) adresindeki web
sitemizde bulabilirsiniz.




